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Procesor McKinley, rozhrani Serial ATA a USB 2.0, mobilni Pentium 4, o
tom vSem se mluvilo na konferenci IDF, ktera se konala koncem srpna v
San Jose v Kalifornii. Leccos z toho zde bylo mozné i spatfit.

Spolecnost Intel pofada jiz fadu let konference s nazvem IDF - Intel Developer Forum. Tentokrat Slo
o Ctyfdenni akci, ktera se konala v Kiemikovém udoli - v San Jose, nedaleko sidla spole¢nosti Intel.
Konference IDF se zdaleka netyka pouze samotného Intelu, ale obecné technologickych trendu,
vynikajicich standardd apod., i kdyZ je pravda, Ze Intel se na vyvoji vétsiny z nich podili. Setkavaji se zde
vyvojafi hardwaru i softwaru, vedouci pracovnici i novinafi a analytici z mnoha zemi svéta a mohou zde
ziskat fadu dulezitych technickych informaci.

V ramci konference IDF Fall 2001 probihal i nabity program sezeni a praktickych laboratofi a
uskutecnily se zde prezentace fady nejmoderné;jSich produktl a technologii, napfiklad i na doprovodné
vystavé. Pojdme ale radéji k tomu, co konkrétniho a zajimavého na IDF bylo.

Procesy S procesory

Zacnéme procesory. V prvni fadé byl na IDF slavnostné pfedstaven 2GHz procesor Pentium 4
(existuje ve dvou verzich, a to PGA-423 a mPGA-478). Dalo by se diskutovat o tom, zda dosazeni 2GHz
hranice je skute¢né tak vyznamnym meznikem, za jaky byl povazovan. Tim ale bude spiSe az dosazeni
10GHz hranice. | o té se ale na IDF mluvilo. Podle zastupcu firmy Intel ma totiz architektura Pentium 4
moznost této hranice dosahnout relativné brzy.

Aby byl tento fakt zdlraznén, byl béhem prezentace vykonného viceprezidenta Intelu Paula
Otelliniho pfedveden v chodu pocita¢ s procesorem Pentium 4 pracujicim na frekvenci 3,5 GHz.
Zpracovani videa na ném bylo skute¢né rychlé, ale byla to samozfejmé pfipravena ukazka. Takto rychlé
pocitaCe by se mély napfiklad stat centralnim bodem vSech technologickych prostfedkd moderni
domacnosti a zajiStovaly by napfiklad pfipojeni k internetu i pro ostatni zafizeni. Do roku 2007 by pak jiz
meély byt k dispozici procesory s vice nez miliardou tranzistord a mohly by pracovat na frekvenci 20 GHz!
No - uvidime, zda progndza Intelu vyjde.

Ptal jsem se i na procesory Celeron: novy Celeron zaloZeny na jadfe Pentium 4 se zatim
nepfipravuje. | tak se ale Celeron jiz dostal pfes hranici 1 GHz a je mozné, Ze se brzy zacne vyrabét
0,13mikronovou technologii a jeho vykon poroste jesté vice.

1A-64

Pojdme ale ponékud vyse. Intel uz dodava na trh procesor ltanium, pfedmétem zajmu vSak byl na
IDF spise jeho nastupce - procesor s kédovym jménem McKinley. Da se fici, ze bych ani nechtél byt
majitelem soucasného Itania, protoze novy procesor ma byt Uplné jiny a lepSi a upgrade pfitom nebude
mozny. McKinley totiz bude vyuzivat jinou sbérnici a bude vyzadovat jinou Cipovou sadu, patici apod. Tak
napfiklad bude mit pamét cache L3 tzv. "on-die", tedy na stejném kiemiku jako vlastni procesor. Protoze
pamét tieti urovné bude "on-die" a bude mit stejné jako u Mercedu kapacitu 3 MB, povede to k znaénému
zvySeni poctu tranzistord v procesoru - bude jich 240 miliond (pro pfedstavu - Pentium 4 ma procesord 42
miliona).

Dale bude mit McKinley vice vykonnych jednotek pro vypocty v pevné desetinné ¢arce (6, a ne 4
jako Merced), bude mit 3x rychlejsi sbérnici (tedy 400MHz s pfenosovou rychlosti 6,4 GB/s) a také bude
pracovat na vysSi frekvenci (zacne se na cca 1 GHz). Podtrzeno a seéteno: Intel podita s nardstem
vykonu o 1,5 az dvojnasobek oproti sou¢asnym serverim zaloZzenym na ltaniu. Pozitivni zprava je, ze
softwarova kompatibilita zastane zachovana.

Po procesoru McKinley ma pfijit Medison vyrabény 0,13mikronovou technologii, diky které uz bude
mozné zvysit velikost cache L3 na 6 MB. O Deerfieldu, coz ma byt levnéjsi verze tohoto procesoru uréena
pro mensi servery, jsme se podrobnosti nedozvédéli. Ani slovo také nepadlo o zaglenéni Alphy do 1A-64.
Kdyz totiz Compaq oznamil ukonéeni vyvoje téchto procesor(i a pfechod na platformu 1A-64, mluvilo se o
tom, Ze se s Intelem dohodl na spolupraci a na vyuZiti n€kterych technologickych pfednosti Alphy.

Predmétem seminarl a pfednasek byla i nova technologie Hyper-Threading (kédové jméno Jackson
Technology), ktera ma podstatné zvysit vykon procesoru jejich lepSim vyuzitim - jde v podstaté o jakysi
multiprocessing v jednom procesoru, tedy jeden fyzicky procesor se tvafi jako dva logické procesory. U
procesorll se superskalarni architekturou Ize zpracovat vice instrukci v jednom cyklu, ale ne vzdy k tomu



dojde a ne vzdy vykonné jednotky néco zpracuiji, protoze napfiklad nemaiji co. Pfi jejich lepSim vyuziti by
se dalo dosahnout podobného efektu jako pfi pouziti multiprocessingu. To je nakonec vidét z obrazku.
Predpoklada to ovSem nejen zménu architektury procesoru (poprvé se s touto technologii po€ita u
procesor(l Xeon, které maji byt uvedeny na trh v roce 2002, a postupné se pouzije i u dalSich), ale i
vyladéni aplikaci. Intel proto vytvofil rizné vyvojové néastroje a podle né&j by technologie Hyper-Threading
meéla pfinést u nékterych aplikaci az 30% naruast vykonu.

Rychle, ale i usporné

Od vykonu pojdme ke spotfebé, coz je citlivy bod pfedevs§im u procesord uréenych pro mobilni
pocitate. Na IDF probéhla prvni technologickd demonstrace procesoru Pentium 4 pro mobilni pocitace.
Zachovany zlistanou vyhody desktopové verze (mikroarchitektura NetBurst, instrukce SSE2, L1
Execution Trace cache, 400MHz sbérnice atd.) a dodany budou technologie jako Enhanced SpeedStep
technology, Deeper Sleep apod., tedy technologie znamé ze sou€asnych procesort Mobile Pentium 11
Notebooky s mobilnim Pentiem 4 se maiji objevit v prvni poloviné pfistiho roku a tento procesor se bude
vyrabét 0,13mikronovou technologii. Jako prvni by méla startovat 1,5GHz verze.

Vyvoj bude pokracovat i u procesortd Mobile Pentium Ill. Chystaji se totiz Uspornéjsi verze oznacené
Low Voltage (s frekvenci 750 MHz) a Ultra Low Voltage (s frekvenci 600 MHz) a také verze s vySsi
frekvenci, nez je soucasnych 1,13 GHz.

Zajimava se jevi zatim pouze vyvijena technologie pracovné nazvana Banias. Ta povede také ke
snizeni spotieby, a to tak, Ze umozni uspavat nejen cely procesor, ale i jeho jednotlivé Easti, jako
napfiklad MMX jednotku, pamét cache apod. V procesoru se vymezi urcité funkéni bloky, které se bud
budou potfebovat, nebo ne, a v pfipadé, kdy nebudou potfeba, se vypnou. Dalo by se to pfirovnat k
domu, ve kterém zhasinate svétlo v mistnostech, ve kterych pravé nejste, a v t&ch, ve kterych jste, si
rozsvitite. Zni to zajimavé.

Pracuje se samozifejmé i na snizeni spotfeby ostatnich komponent, protoZe procesor jiZ dnes
spotrebuje jen okolo 7 % a Cipova sada asi 13 % z celkové spotfeby pfenosného pocitace. Zde je
samoziejmé potfeba spoluprace mnoha dalSich firem. Prosadit by se tak mély napfiklad senzory k
displejiim, které by sledovaly okolni podminky a na zakladné nich by se ménilo podsviceni displeje
(displej se na celkové spotiebé podili 33 %). LepSi ovladace by mély zaijistit usnuti nékterych
celkovou spotiebu asi 0 30 %. Pro malé zafizeni typu PDA se pfipravuji procesory s mikroarchitekturou
Xscale a s frekvenci 300 - 400 MHz (mluvi se i 0 1 GHz). Procesory StrongARM maji nizkou spotfebu,
ktera se jesté sniZzuje zménou frekvence, na které procesor bézi.

V souvislosti s mobilnimi zafizenimi se mluvilo hodné i o konektivité. V USA jsou dost rozSifeny
bezdratové sité WiFi (802.11), u kterych se oekava jesté dalSi prudky rozmach. Na prezentacich se
hodné mluvilo také o technologii Bluetooth, ale neda se Fici, Ze by zde byly vidét né&jaké konkrétni
produkty, a to ani v prototypech. Podle prognéz renomovanych agentur mél byt dnes "Modry zub" snad v
kazdém novém mobilnim zafizeni. Uz jsem trochu skepticky. Jedna hands free sada a tiskarna je opravdu
malo.

Nejen procesory
Na vS8echno, co znate ze sou€asnych pocitacl, zapomernite - tak by se dal charakterizovat vysledek
mého pozorovani na IDF, co se tyka rozhrani a podobné. PCI sbérnice, IDE/ATAPI rozhrani, USB - to v3e
ma byt postupné inovovano, zménéno nebo zruseno. Dlvody jsou jasné - vykonny procesor nestaci a i
ostatni ¢asti a komponenty pocitaCe musi drzet s procesory krok a musi zvySit svoji rychlost.

Sérioveé - Serial ATA

O tomto novém rozhrani, které ma nahradit sou€asné rozhrani IDE/ATAPI, se mluvi uz pomérné
dlouho. Na IDF byl k vidéni funk&ni disk (Seagate) Serial ATA a PCI fadi¢ a probihala zde i ukazka toho,
jak je pevny disk mozné za b&hu poéitace odpojovat a pfipojovat. Radi¢ byl instalovan v b&Zzném osobnim
pocitadi se systétmem Windows 2000. Softwarova kompatibilita je totiz zachovana.
skupina Serial ATA Workink group, zalozena firmami APT Technologies, Dell, Intel, IBM, Maxtor a
Seagate. Jak to ma vypadat, je tedy uz jasné, a jasna je i podpora ze strany mnoha znamych firem. Intel
hodla uvést Cipovou sadu podporujici Serial ATA v roce 2003. Do té doby se tedy budou moci disky Serial
ATA pfipojovat jen pomoci PCI fadiCu a je také mozné, Ze se objevi i vhodné Cipové sady od jinych firem
nebo se budou fadice pfidavat na zakladni desky.

Jen bych pfipomnél, Ze pfenosova rychlost Serial ATA je 1,5 Gb/s, tedy zhruba 150 MB/s (coz je vice
nez u sou¢asného rozhrani Ultra ATA/100), a navic jsou jasné i dalSi kroky zvySovani rychlosti. Pro



pfipojeni Serial ATA zafizeni se pouziva tenky kabel, ktery mize mit délku az jeden metr, a jeden disk je
pfipojen vzdy k jednomu portu - nemusi se tedy délit o pfenosovou kapacitu s ostatnimi. Instalace a
manipulace jsou jednodussi (nemusi se nastavovat master/slave atd.) a ten¢i kabel napomaha napfiklad i
lepSimu proudéni vzduchu ve skfini.

NaSel jsem graf (zdroj SATA Working Group/Dataquest), ze kterého vyplyva, Ze v roce 2004 bude
mit vice nez polovina prodanych diskl rozhrani Serial ATA a v roce 2005 se uz budou pro osobni pocitace
prodavat jen disky s timto rozhranim. Asi 10 % zlstane dohromady pro rozhrani SCSI, FC-AL a CF/PCC.
Podrobnosti najdete na www.serialata.org.

Treti generace - 3GIO

Se svym dechem uz pFestava stacit i PCI (Peripherals Component Interconnects) sbérnice, ktera
nahradila sbérnici ISA a dal$i technologie, jako EISA, MCA a VESA. Nakonec je to koncepce pres 10 let
stara, a i kdyZ je jasné, Ze v nejblizSich letech bude stale hrat rozhodujici roli, hleda se za ni nahrada.
Zacina se tedy vyvijet nova sbérnice 3. generace, pracovné oznacovana jako 3GIO nebo také Arapahoe.

Na IDF bylo ohlaseno vstoupeni dalSich vyznamnych firem do pracovni skupiny Arapahoe Work
Group, ktera ma vytvofit specifikaci tohoto nového rozhrani (navrh specifikace ma byt hotov zacatkem
pfistiho roku, v poloviné roku pak finalni verze). Prvni komercni produkty 3GIO pak maji byt k dispozici v
druhé poloviné roku 2003. Sjednotit se tak maji rlizné sbérnice, jako PCI-X, AGP, HL a dals$i, a ma jit o
spolehlivou, flexibilni, sériovou, vstupné-vystupni sbérnici, ktera ma jit svym vykonem teoreticky az k
limitdm pfenosu médi (tedy asi 10 Gb/s). Jako plné sériové tedy bude 3GIO feSeni hodné Skalovatelné. S
jeho nasazenim se pocita nejen u stolnich pocitacu a serverd, ale i u notebookl (mini 3GIO karty) a
komunikacénich zafizeni a také k propojovani pocitaci.

Oproti PCI vyuziva 3GIO méné konektorl. Zatimco PCI slot ma 84 pind, slot PCI-X 150 a slot AGP
4X 108, spokoji se 3GIO se 40 piny, kazdy s pfenosovou rychlosti 100 MB/s. Softwarova kompatibilita
zUstava zachovana, takze operacni systémy i aplikace by mély bez problému se sbérnici 3GIO pracovat.
Hardwarova kompatibilita zachovana pochopitelné nebude, pfes 3GIO a bridze by se ale mély pfipojovat i
karty PCI a PCI-X. V8e by mélo pracovat v rezimu Hot-Plug a Hot swap, a napfiklad rozSifujici karty tedy
bude mozné vyménovat za provozu.

http://www.pcisig.com/home, http://developer.intel.com/technology/3gio

USB zrychluje - USB 2.0

Univerzalni sériova sbérnice ziskala Sirokou podporu a dnes jsou zafizeni s timto rozhranim zcela
bézna. Prvotni mouchy se vychytaly, ale zUstava tu stale problém v omezené prenosové rychlosti USB
sbérnice. Pfili§ se tedy nehodi pro pfipojovani diskd, mechanik CD-RW nebo digitalnich kamer. Rychlejsi
prenosova rychlost by se hodila i u nékterych skeneru, fotoaparatt a podobné. Proto se zac¢alo pracovat
na zvy8eni pfenosové rychlosti USB rozhrani - tedy na verzi 2.0, ktera je také oznaCovana jako Hi-Speed
USB. Na nékterém vyrobku uz mozna brzy uvidite logo pravé s timto oznacenim.

Prenosova rychlost USB 2.0 je 40X vySSi nez u sou¢asného USB 1.1, tedy 480 Mb/s, tj. 60 MB/s.
Zpétna kompatibilita s USB 1.1. zGstava zachovana, to znamena, ze k USB 2.0 portu bude mozné pfipoijit
starSi USB zafizeni (1.1) a obracené - ke starSimu USB portu (1.1) pujde pfipojit "Hi-Speed USB"
zarizeni, ovSem pracovat bude pochopitelné pomaleji.

Na vystave, ktera se konala v ramci IDF, uz bylo mozné vidét fadu produktu s timto rozhranim,
napfiklad externi pevny disk Maxtor, fadu skener(, videokameru apod. K dispozici je uz vice nez 30
zafizeni a na dalSich se pracuje. Nutna je v sou€asné dobé PCI karta s pfisluSnym fadi¢em, protoze Intel
ani ostatni vyrobci Cipovych sad zatim USB 2.0 pfimo nepodporuiji. Intel pocita s podporou tohoto
rozhrani az v Cipovych sadach, které maji byt uvedeny v pFistim roce. Podrobnosti jsou na www.usb.org.

Dalsi témata

Témat, ktera se probirala na seminafich nebo "laborkach", bylo skute&né& hodné a néktera byla velmi
odborna. Mluvilo se napfiklad o vyvoji pouzdfeni procesoru, o grafické sbérnici Serial AGP a AGP 8X,
kterd se ma objevit pristi rok, a probiralo se i postupné vyélefiovani starSich technologii z osobnich
pocitacu, které zbyte€né ubiraji zdroje, pferuseni apod. a zpomaluji tak pocitac. Sloty ISA uz se podafilo
témeér vytésnit a uz jsou v prodeji i osobni pocitate bez sériového rozhrani a paralelniho portu (tzv. legacy
free pocitace). Skoncit by mél asem i port PS/2, disketova mechanika se zrusi upIné nebo se bude

Jeden seminar se tykal napfiklad i hlu¢nosti pocitacl. Vykonné procesory s vysokou spotfebou a
velkym vyzafovanim tepla potfebuji dobré chlazeni a chladit potfebuje dnes Casto uz i Cipova sada a
graficka karta. Vyzkumy probihaji i v této oblasti a na hluénost ma vliv i napfiklad velikost otvor( u
chladi¢e na pocitacové skfini. Z hlediska hlu¢nosti jsou lepSi vétsi aktivni chladiCe, které jsou schopné



ochladit vnitfni prostory i za pouZiti nizsi rychlosti otaeni. Vyhodnéjsi uspofadani komponent ve skfini
také vede ke snizeni hlu€nosti, a proto se navrhuji i zasady, jak by méla vypadat pocitaova skfin a
zakladni desky. Napfiklad také senzory mohou sledovat vnitini teplotu a na zakladé vysledkua se mohou
regulovat otacky chladice.

Ne v8echny postfehy se vesly do tohoto €lanku, a tak vas o nékterych technologiich budeme
informovat i v dalSich Cislech.

Pavel Trousil
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